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Company Profile

FodaHuakang Technology Company Introduction:

I. Company Background and Strength:

The main founders of FodaHuakang Technology are senior engineers and outstanding young
innovators in science and technology in Foshan. We possess 157 patents related to intelligent
manufacturing, including inventions, utility models, software copyrights, and more. As a national
high-tech enterprise, we are listed on the Guangdong Equity Exchange Technology Board and
have received numerous accolades, including being recognized as a leading enterprise in Foshan's
science and technology and a specialized new enterprise.

Il. Core Products and Services:



Our core products encompass customized intelligent equipment, including semiconductor chip
encapsulation equipment, refrigeration chip edge-sealing equipment, and related
energy-efficient drivers, inverters, smart meters, and data acquisition smart units in the industrial
automation and electrical products sector. Particularly in the semiconductor industry, we offer
comprehensive solutions such as ACP/ACC cavity packaging design, material development,
customized sealing processes, and intelligent packaging equipment.

[ll. Technical Strength and Solutions:

With 18 years of experience in automation processes, FodaHuakang Technology provides
end-to-end services for semiconductor ACP/ACC cavity encapsulation. Our intelligent isothermal
packaging equipment and processes address issues related to the consistency, uniformity, and
quality of user-encapsulated shell covers. Additionally, we offer pre-set B-Stage adhesive covers
and contract dispensing services to meet the demands of users in mass production.

IV. Market Positioning and Development Direction:

Our market positioning primarily revolves around providing overall solutions for automation
equipment in the semiconductor industry and ACP encapsulation. Faced with industry challenges,
we aim to popularize LCP covers, B-Stage adhesive processes, isothermal packaging equipment,
and related processes, contributing to the development of the domestic semiconductor industry.
In the future, we plan to expand production scale, enhance production capacity, and strengthen
cooperation with ecosystem partners to collectively advance semiconductor encapsulation
processes.

V. Corporate Culture and Social Responsibility:

Guided by an innovative spirit, we are committed to delivering high-quality products and services
to our customers. We prioritize talent development and team building, motivating employees to
unleash their potential and contribute to the company's long-term development. Simultaneously,
we actively fulfill our social responsibility by focusing on environmental protection and
sustainable development, striving to make a positive contribution to society.

Conclusion:

FodaHuakang Technology Co., Ltd., located in Foshan, as a high-tech enterprise with robust
research and development capabilities and practical experience, is dedicated to propelling the
development of intelligent equipment. Upholding an innovative spirit, we will continue to
enhance product quality and service levels, providing outstanding solutions for global customers
and jointly creating a better future.

TETR AR :

FodaHuakang Technology Firmenvorstellung:

I. Unternehmenshintergrund und Starken:
Die Hauptgriinder von FodaHuakang Technology sind erfahrene Ingenieure und herausragende
junge Innovatoren in Wissenschaft und Technologie in Foshan. Wir verfligen tGiber 157 Patente im



Bereich intelligentes Fertigungswesen, darunter Erfindungen, Gebrauchsmuster,
Software-Copyrights und mehr. Als nationales High-Tech-Unternehmen sind wir an der
Technologieborse des Guangdong Equity Exchange gelistet und haben zahlreiche Auszeichnungen
erhalten, darunter die Anerkennung als fliihrendes Unternehmen in der Wissenschafts- und
Technologiebranche von Foshan und als spezialisiertes neues Unternehmen.

II. Kernprodukte und -dienstleistungen:

Unsere Kernprodukte umfassen malgeschneiderte intelligente Ausriistung, einschliefRlich
Halbleiter-Chip-Verkapselungsausriistung, Kantenversiegelungsausristung fiir Kihlschichten
sowie zugehdrige energieeffiziente Treiber, Wechselrichter, intelligente Messgerate und
Datenakquisitionseinheiten im Sektor der industriellen Automatisierung und elektrischen
Produkte. Insbesondere in der Halbleiterbranche bieten wir umfassende L&sungen wie
ACP/ACC-Hohlraumdesign, Materialentwicklung, maRgeschneiderte Dichtungsprozesse und
intelligente Verpackungsausriistung.

[Il. Technische Starke und Lésungen:

Mit 18 Jahren Erfahrung in Automatisierungsprozessen bietet FodaHuakang Technology
umfassende Dienstleistungen fiir die Verkapselung von Halbleiter-ACP/ACC-Hohlrdumen. Unsere
intelligente isotherme Verpackungsausriistung und Prozesse adressieren Probleme im
Zusammenhang mit der Konsistenz, GleichmaRigkeit und Qualitdt von benutzer-gekapselten
Gehduseabdeckungen. Dariiber hinaus bieten wir voreingestellte B-Stage-Klebeabdeckungen und
Vertragsdosierdienste, um den Anforderungen von Benutzern in der Massenproduktion gerecht
zu werden.

IV. Marktstellung und Entwicklungsausrichtung:

Unsere Marktstellung dreht sich hauptsachlich um die Bereitstellung ganzheitlicher Losungen fir
Automatisierungsausriistung in der Halbleiterindustrie und ACP-Verkapselung. Angesichts der
Herausforderungen der Branche streben wir danach, LCP-Abdeckungen, B-Stage-Klebeprozesse,
isotherme Verpackungsausriistung und damit verbundene Prozesse zu popularisieren und zur
Entwicklung der inlandischen Halbleiterindustrie beizutragen. In Zukunft planen wir, die
Produktionskapazitdt zu erweitern, die Produktionskapazitit zu erhdhen und die
Zusammenarbeit mit Partnern im Okosystem zu stirken, um gemeinsam die
Verkapselungsprozesse fiir Halbleiter voranzutreiben.

V. Unternehmenskultur und soziale Verantwortung:

Geleitet von einem innovativen Geist verpflichten wir uns, unseren Kunden hochwertige
Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Wir legen Wert auf die Entwicklung von Talenten und
den Aufbau von Teams, um Mitarbeiter zu motivieren, ihr Potenzial auszuschdpfen und zum
langfristigen Erfolg des Unternehmens beizutragen. Gleichzeitig erfiillen wir aktiv unsere soziale
Verantwortung, indem wir uns auf Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung konzentrieren und
uns bemiihen, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Fazit:

FodaHuakang Technology Co., Ltd., mit Sitz in Foshan, als ein High-Tech-Unternehmen mit



robusten Forschungs- und Entwicklungsfahigkeiten sowie praktischer Erfahrung, widmet sich der
Forderung der Entwicklung intelligenter Ausriistung. Unter Beibehaltung eines innovativen
Geistes werden wir weiterhin die Produktqualitit und den Servicelevel verbessern,
herausragende Losungen fiir globale Kunden bereitstellen und gemeinsam eine bessere Zukunft
gestalten.



